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一种IPS显示模组的高阻膜接地结构

(57)摘要

本实用新型公开了一种IPS显示模组的高阻

膜接地结构，包括：一导电布、FPC、驱动IC及液晶

面板，所述FPC与所述液晶面板的TFT基板连接，

所述驱动IC设于所述液晶面板的TFT基板上，所

述FPC上表面设有接地区，所述液晶面板上表面

设有CF高阻膜，所述导电布一端搭接CF高阻膜，

另一端搭接FPC的接地区，中间覆盖驱动IC，所述

导电布与所述驱动IC的接触面上设有第一绝缘

膜层。本实用新型的一种IPS显示模组的高阻膜

接地结构，CF高阻膜上的静电可通过与其贴附接

触的导电布直接传导于FPC接地区实现静电释

放，可以避开液晶面板的ITO线路和ACF绑定区，

传播途径更直接，整个驱动IC由设于导电布与其

接触面上的绝缘膜层覆盖，可以屏蔽驱动IC被外

界电磁波干扰和外界静电对其表面的击伤。

权利要求书1页  说明书2页  附图1页

CN 209728386 U

2019.12.03

CN
 2
09
72
83
86
 U



1.一种IPS显示模组的高阻膜接地结构，其特征在于，包括：一导电布、FPC、驱动IC及液

晶面板，所述FPC与所述液晶面板的TFT基板连接，所述驱动IC设于所述液晶面板的TFT基板

上，所述FPC上表面设有接地区，所述液晶面板上表面设有CF高阻膜，所述导电布一端搭接

CF高阻膜，另一端搭接FPC的接地区，中间覆盖驱动IC，所述导电布与所述驱动IC的接触面

上设有第一绝缘膜层。

2.根据权利要求1所述的IPS显示模组的高阻膜接地结构，其特征在于，所述导电布与

所述CF高阻膜及FPC接地区搭接一面设有导电胶。

3.根据权利要求1所述的IPS显示模组的高阻膜接地结构，其特征在于，所述导电布的

另一面设有第二绝缘膜层。

4.根据权利要求3所述的IPS显示模组的高阻膜接地结构，其特征在于，所述第一绝缘

膜层和所述第二绝缘膜层为贴附的黑胶皮复合膜或涂覆的绝缘胶。

5.根据权利要求1所述的IPS显示模组的高阻膜接地结构，其特征在于，所述FPC的接地

区为设置于FPC上表面的露铜。

6.根据权利要求3所述的IPS显示模组的高阻膜接地结构，其特征在于，所述导电布厚

度为0.02-0.04mm，所述第一绝缘膜层和第二绝缘膜层厚度为0.01-0.03mm。

7.根据权利要求1所述的IPS显示模组的高阻膜接地结构，其特征在于，所述驱动IC位

于所述CF高阻膜与FPC之间。
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一种IPS显示模组的高阻膜接地结构

技术领域

[0001] 本实用新型涉及IPS显示技术领域，尤其涉及一种IPS显示模组的高阻膜接地结

构。

背景技术

[0002] 行业内IPS显示模组的高阻膜接地释放静电的方式主要有以下两种：通过点银浆

导地和通过传统导电布贴附导地。通过点银浆导地时，因为点银浆位置小，要求位置精确，

需要购买大型设备CCD对位点，并需要购买昂贵原材料银浆，同时增加点银浆工序，增加了

设备和人力成本，而且银浆点和CF高阻膜为点到面型接触，容易造成接触点阻抗大，在静电

释放过程中容易形成瓶颈，影响CF高阻膜表面静电释放速度。通过传统导电布贴附导地时，

因线路区预留位置有限，导电布贴附位置较小，容易造成对位不准确而贴偏，而且导电布容

易产生导电毛丝，贴附后容易和边上的ITO线路连接形成短路，另外导电布接触面积小，接

触阻抗大，在静电释放过程影响CF高阻膜表面静电释放速度，抗静电能力弱。

实用新型内容

[0003] 为解决以上问题，本实用新型提供一种IPS显示模组的高阻膜接地结构，CF高阻膜

上的静电可通过与其贴附接触的导电布直接传导于FPC接地区实现静电释放，同时所述导

电布与所述驱动IC接触面设有一绝缘膜层，防止了驱动IC上表面和导电布直接接触造成短

路。

[0004] 本实用新型的技术方案如下：本实用新型提供一种IPS显示模组的高阻膜接地结

构，包括：一导电布、FPC、驱动IC及液晶面板，所述FPC与所述液晶面板的TFT基板连接，所述

驱动IC设于所述液晶面板的TFT基板上，所述FPC上表面设有接地区，所述液晶面板上表面

设有CF高阻膜，所述导电布一端搭接CF高阻膜，另一端搭接FPC的接地区，中间覆盖驱动IC，

所述导电布与所述驱动IC的接触面上设有第一绝缘膜层。

[0005] 进一步的，所述导电布与所述CF高阻膜及FPC接地区搭接一面设有导电胶。

[0006] 进一步的，所述导电布的另一面设有第二绝缘膜层。

[0007] 进一步的，所述第一绝缘膜层和所述第二绝缘膜层为贴附的黑胶皮复合膜复合膜

或涂覆的绝缘胶。

[0008] 进一步的，所述FPC的接地区为设置于FPC上表面的露铜。

[0009] 进一步的，所述导电布厚度为0.02-0.04mm，所述第一绝缘膜层和第二绝缘膜层厚

度为0.01-0.03mm。

[0010] 进一步的，所述驱动IC位于所述CF高阻膜与FPC之间。

[0011] 采用上述方案，本实用新型提供一种IPS显示模组的高阻膜接地结构，导电布一端

搭接CF高阻膜，另一端搭接FPC接地区，中间覆盖整个驱动IC，同时所述导电布与所述驱动

IC接触面设有一绝缘膜层，防止驱动IC上表面和导电布直接接触造成短路。通过此设计，CF

高阻膜上的静电可通过与其贴附接触的导电布直接传导于FPC接地区实现静电释放，可以
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避开液晶面板的ITO线路和ACF绑定区，传播途径更直接，整个驱动IC由导电布覆盖，可以屏

蔽驱动IC被外界电磁波干扰和外界静电对其表面的击伤。

附图说明

[0012] 图1为本实用新型IPS显示模组的高阻膜接地结构的剖面结构示意图。

具体实施方式

[0013] 以下结合附图和具体实施例，对本实用新型进行详细说明。

[0014] 请参阅图1，为本实用新型实施例1中IPS显示模组的高阻膜接地结构的示意图，包

括：一导电布1、FPC2、驱动IC3及液晶面板4，所述FPC2与所述液晶面板4的TFT基板连接，所

述驱动IC3设于所述液晶面板4的TFT基板上，所述FPC2上表面设有接地区21，所述液晶面板

4上表面设有CF高阻膜41，所述驱动IC3位于所述FPC2和CF高阻膜41之间，此设计使得所述

导电布1一端搭接CF高阻膜41，另一端搭接FPC的接地区21，中间刚好整个覆盖驱动IC3，屏

蔽驱动IC被外界电磁波干扰和外界静电对其表面的击伤。所述导电布1与所述驱动IC3的接

触面上设有第一绝缘膜层5，防止驱动IC3的上表面和导电布1直接接触造成短路。所述CF高

阻膜41上的静电可通过与其贴附接触的导电布1直接传导于FPC的接地区21，实现静电释

放，与现有技术相比，避开了液晶面板的ITO线路和ACF绑定区，静电传导途径更直接，而整

个驱动IC3被导电布1覆盖，可以屏蔽外界电磁波对驱动IC3的干扰，和防止外界静电击伤驱

动IC3。

[0015] 可供选择的，所述导电布1与所述CF高阻膜41及FPC接地区21搭接一面设有导电胶

(未标示)，所述导电布1通过导电胶与所述CF高阻膜41及FPC接地区21粘结，所述导电布1的

另一面设有第二绝缘膜层(未标示)，所述第一和第二绝缘膜层均为贴附的黑胶皮复合膜或

涂覆的绝缘胶，起到绝缘作用。所述接地区21可以为设置于FPC上表面的露铜，与导电布1一

端搭接接触，将CF高阻膜41上的静电接地释放。所述导电布1的厚度优选为0.02-0.04mm，更

优选为0.03mm，所述第一绝缘膜层和第二绝缘膜层厚度优选为0.01-0 .03mm，更优选为

0.02mm。

[0016] 综上所述，本实用新型提供一种IPS显示模组的高阻膜接地结构，其通过贴附导电

布实现CF高阻膜直接连接FPC接地区接地，与现有技术相比，绕过了TFT表面ITO线路和绑定

区线路，最终快速导出CF高阻膜表面残留的静电，减少CF高阻膜表面静电对显示效果的影

响。导电布的使用，可以大面积接触CF高阻膜表面，降低接触阻抗，实现静电快速导地释放，

无论对整机ESD还是单体ESD的性能均有明显提高。本实用新型中的导电布成本低，贴附过

程中可使用治具进行贴附，不必使用大型设备，降低成本的同时增加了操作的灵活性。本实

用新型的导电布还可以有效屏蔽外界电磁波对驱动IC的干扰和避免外界静电击伤驱动IC

表面。

[0017] 以上仅为本实用新型的较佳实施例而已，并不用于限制本实用新型，凡在本实用

新型的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等，均应包含在本实用新型的保

护范围之内。
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图1

说　明　书　附　图 1/1 页

5

CN 209728386 U

5



专利名称(译) 一种IPS显示模组的高阻膜接地结构

公开(公告)号 CN209728386U 公开(公告)日 2019-12-03

申请号 CN201920670840.7 申请日 2019-05-10

[标]申请(专利权)人(译) 深圳市同兴达科技有限公司

申请(专利权)人(译) 深圳同兴达科技股份有限公司

当前申请(专利权)人(译) 深圳同兴达科技股份有限公司

[标]发明人 罗俊
骆志锋

发明人 罗俊
骆志锋

IPC分类号 G02F1/1362 G02F1/133

代理人(译) 谢亮

外部链接  Espacenet SIPO

摘要(译)

本实用新型公开了一种IPS显示模组的高阻膜接地结构，包括：一导电
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